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一、报告简介

智研咨询发布的《2020-2026年中国半导体封测行业市场行情监测及未来前景展望报告》涵
盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅
以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞
争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数
据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微
观等多个角度进行市场调研分析。
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二、报告目录及图表目录

国内半导体自给率有提升空间。自2005年以来中国一直是集成电路最大的消费国，2018
年中国的半导体市场规模达到2380亿美金，中国半导体市场占全球市场份额达到51%。但
是中国半导体市场依赖进口，2018年晶圆代工产业自给率仅为21%，逻辑封测产业自给率
为41%，存储封测产业自给率仅为9%，无晶圆设计产业自给率仅为自给率仅为32%，存储
芯片产业自给率为1%，半导体设备产业自给率为14%。随着供应链安全重要性的提高，国
内密集出台产业政策扶持半导体产业发展，未来半导体自给率有比较大的提升空间。中国半
导体产业自给率及预测（2017-2024年） 中国半导体产业自给率及预测（2017-2024年） -
2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 中国晶圆代工产业自给率（%）
21% 21% 22% 23% 22% 23% 23% 25% 中国逻辑封测产业自给率（%） 39% 41% 41%
42% 43% 44% 45% 47% 中国存储封测产业自给率（%） 10% 9% 10% 12% 14% 16%
22% 22% 中国无晶圆设计产业自给率（%） 28% 32% 33% 35% 36% 38% 40% 42%
中国存储芯片产业自给率（%） 1% 1% 2% 4% 7% 11% 16% 17%
中国半导体设备产业自给率（%） 16% 14% 13% 14% 16% 17% 19% 18%
 数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国半导体封测行业市场行情监测及未来前景展望报告》
共十二章。首先介绍了半导体封测行业市场发展环境、半导体封测整体运行态势等，接着分
析了半导体封测行业市场运行的现状，然后介绍了半导体封测市场竞争格局。随后，报告对
半导体封测做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体封测行业发展趋势与投资预测。
您若想对半导体封测产业有个系统的了解或者想投资半导体封测行业，本报告是您不可或缺
的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数
据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市
场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据
主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录：
第一章 半导体封测行业相关基础概述
1.1 半导体封测的定义及分类
1.1.1 半导体封测的界定
1.1.2 半导体封测的分类
1.1.3 半导体封测的特性
1.2 半导体封测行业特点分析
1.2.1 市场特点分析
1.2.2 行业经济特性
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1.2.3 行业发展周期分析
1.2.4 行业进入风险
1.2.5 行业成熟度分析
第二章 2015-2019年中国半导体封测行业市场发展环境分析
2.1 中国半导体封测行业经济环境分析
2.1.1 中国经济运行情况
1、国民经济运行情况GDP
2、消费价格指数CPI、PPI
3、全国居民收入情况
4、恩格尔系数
5、工业发展形势
6、固定资产投资情况
2.1.2 经济环境对行业的影响分析
2.2 中国半导体封测行业政策环境分析
2.2.1 行业监管环境
1、行业主管部门
2、行业监管体制
2.2.2 行业政策分析
1、主要法律法规
2、相关发展规划
2.2.3 政策环境对行业的影响分析
2.3 中国物流行业总体发展情况
2.3.1 物流总额情况分析
2.3.2 物流总费用情况分析
2.3.3 物流业增加值情况分析
2.3.4 物流固定资产投资分析
2.3.5 物流业景气情况分析
第三章 中国半导体封测行业上、下游产业链分析
3.1 半导体封测行业产业链概述
3.1.1 产业链定义
3.1.2 半导体封测行业产业链
3.2 半导体封测行业主要上游产业发展分析
3.2.1 上游产业发展现状
3.2.2 上游产业供给分析
3.2.3 上游供给价格分析
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3.2.4 主要供给企业分析
3.3 半导体封测行业主要下游产业发展分析
3.3.1 下游产业发展现状
3.3.2 下游产业需求分析
3.3.3 下游主要需求企业分析
3.4 中国半导体封测行业业务量情况分析
3.4.1 半导体封测业务量走势
3.4.2 业务量产品结构分析
3.4.3 业务量区域结构分析
3.4.4 业务量企业结构分析
第四章 国际半导体封测行业市场发展分析
4.1 2015-2019年国际半导体封测行业发展现状
4.1.1 国际半导体封测行业发展现状
4.1.2 国际半导体封测行业发展规模
4.1.3 国际半导体封测主要技术水平
4.2 2015-2019年国际半导体封测市场研究
4.2.1 国际半导体封测市场特点
4.2.2 国际半导体封测市场结构
4.2.3 国际半导体封测市场规模
4.3 2015-2019年国际区域半导体封测行业研究
4.3.1 欧洲
4.3.2 美国
4.3.3 日韩
4.4 2020-2026年国际半导体封测行业发展展望
4.4.1 国际半导体封测行业发展趋势
4.4.2 国际半导体封测行业规模预测
4.4.3 国际半导体封测行业发展机会
第五章 2015-2019年中国半导体封测行业发展概述
5.1 中国半导体封测行业发展状况分析
5.1.1 中国半导体封测行业发展阶段
5.1.2 中国半导体封测行业发展总体概况
5.1.3 中国半导体封测行业发展特点分析
5.2 2015-2019年半导体封测行业发展现状

集成电路主要由设计、制造以及封测三大板块组成。2017年，中国集成电路这三块的营
收占比分别为38.3%、26.8%、34.9%。相比世界IC产业三业合理占比3:4:3,我国封测行业占
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比偏高，说明我国封测产业相对先进，而IC制造相比世界平均水平差距较大。封测行业市场
份额高度集中，马太效应显现，并购提升行业集中度。2018年全球OSAT前十大厂商市占率
超过80%，行业高度集中。因为OSAT与Foundry在产业链上紧密关联，依靠台积电在Foun
dry市场超过50%份额的垄断地位，台湾地区在OSAT市场也扮演着主导角色。2018年前十
大OSAT厂商中，中国大陆/台湾地区共8家、美国1家以及新加坡1家。而随着半导体行业进
入成熟期，市场竞争越发激烈，马太效应越发显著，导致近年行业并购频发，中国封测厂也
通过并购迅速提升自身技术实力和规模。
2018年全球封测厂前十营收排名(百万美元)
数据来源：公开资料整理2014-2018年封测行业并购事件 2014-2018年封测行业并购事件
公司 并购事件 力成 2017年收购MicronAkita 日月光 2017年收购矽品 安靠
2016年收购欧洲封测龙头Nanium 通富微电 2015年收购AMD苏州和槟州封测厂 长电科技
2014年收购全球第四大封测厂星科金朋 华天科技 2014年收购美国封测厂FCI
 数据来源：公开资料整理
5.2.1 2015-2019年中国半导体封测行业发展热点
5.2.2 2015-2019年中国半导体封测行业发展现状
5.2.3 2015-2019年中国半导体封测企业发展分析
5.3 中国半导体封测行业细分市场概况
5.3.1 市场细分充分程度
5.3.2 细分市场结构分析
5.3.3 电商半导体封测市场
5.3.4 同城半导体封测服务市场
5.3.5 国际件半导体封测市场
5.4 中国半导体封测行业发展问题及对策建议
5.4.1 中国半导体封测行业发展制约因素
5.4.2 中国半导体封测行业存在问题分析
5.4.3 中国半导体封测行业发展对策建议
第六章 中国半导体封测行业运行指标分析及预测
6.1 中国半导体封测所属行业企业数量分析
6.1.1 2015-2019年中国半导体封测行业企业数量情况
6.1.2 2015-2019年中国半导体封测行业企业竞争结构
6.2 2015-2019年中国半导体封测所属行业财务指标总体分析
6.2.1 所属行业盈利能力分析
6.2.2 所属行业偿债能力分析
6.2.3 行业营运能力分析
6.2.4 行业发展能力分析
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6.3 中国半导体封测行业市场规模分析及预测
6.3.1 2015-2019年中国半导体封测行业市场规模分析
6.3.2 2020-2026年中国半导体封测行业市场规模预测
6.4 中国半导体封测行业市场供需分析及预测
6.4.1 中国半导体封测行业市场供给分析
1、2015-2019年中国半导体封测行业供给规模分析
2、2020-2026年中国半导体封测行业供给规模预测
6.4.2 中国半导体封测行业市场需求分析
1、2015-2019年中国半导体封测行业需求规模分析
2、2020-2026年中国半导体封测行业需求规模预测
第七章 中国半导体封测行业市场竞争格局分析
7.1 中国半导体封测行业竞争格局分析
7.1.1 半导体封测行业区域分布格局
7.1.2 半导体封测行业企业规模格局
7.1.3 半导体封测行业企业性质格局
7.2 中国半导体封测行业竞争五力分析
7.2.1 半导体封测行业上游议价能力
7.2.2 半导体封测行业下游议价能力
7.2.3 半导体封测行业新进入者威胁
7.2.4 半导体封测行业替代产品威胁
7.2.5 半导体封测行业现有企业竞争
7.3 中国半导体封测行业竞争SWOT分析
7.3.1 半导体封测行业优势分析（S）
7.3.2 半导体封测行业劣势分析（W）
7.3.3 半导体封测行业机会分析（O）
7.3.4 半导体封测行业威胁分析（T）
7.4 中国半导体封测行业投资兼并重组整合分析
7.4.1 投资兼并重组现状
7.4.2 投资兼并重组案例
7.5 中国半导体封测行业竞争策略建议
第八章 中国半导体封测行业领先企业竞争力分析
8.1 长电科技
8.1.1 企业发展基本情况
8.1.2 企业主营业务分析
8.1.3 企业竞争优势分析
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8.1.4 企业经营状况分析
8.1.5 企业最新发展动态
8.1.6 企业发展战略分析
8.2 星科金朋
8.2.1 企业发展基本情况
8.2.2 企业主营业务分析
8.2.3 企业竞争优势分析
8.2.4 企业经营状况分析
8.2.5 企业最新发展动态
8.2.6 企业发展战略分析
8.3 中芯国际
8.3.1 企业发展基本情况
8.3.2 企业主营业务分析
8.3.3 企业竞争优势分析
8.3.4 企业经营状况分析
8.3.5 企业最新发展动态
8.3.6 企业发展战略分析
8.4 日月光
8.4.1 企业发展基本情况
8.4.2 企业主营业务分析
8.4.3 企业竞争优势分析
8.4.4 企业经营状况分析
8.4.5 企业最新发展动态
8.4.6 企业发展战略分析
8.5 力成科技
8.5.1 企业发展基本情况
8.5.2 企业主营业务分析
8.5.3 企业竞争优势分析
8.5.4 企业经营状况分析
8.5.5 企业最新发展动态
8.5.6 企业发展战略分析
第九章 2020-2026年中国半导体封测行业发展趋势与投资机会研究
9.1 2020-2026年中国半导体封测行业市场发展潜力分析
9.1.1 中国半导体封测行业市场空间分析
9.1.2 中国半导体封测行业竞争格局变化



智研咨询 www.chyxx.com

9.1.3 中国半导体封测行业互联网+前景
9.2 2020-2026年中国半导体封测行业发展趋势分析
9.2.1 中国半导体封测行业品牌格局趋势
9.2.2 中国半导体封测行业渠道分布趋势
9.2.3 中国半导体封测行业市场趋势分析
9.3 2020-2026年中国半导体封测行业投资机会与建议
9.3.1 中国半导体封测行业投资前景展望
9.3.2 中国半导体封测行业投资机会分析
9.3.3 中国半导体封测行业投资建议
第十章 2020-2026年中国半导体封测行业投资分析与风险规避
10.1 中国半导体封测行业关键成功要素分析
10.2 中国半导体封测行业投资壁垒分析
10.3 中国半导体封测行业投资风险与规避
10.3.1 宏观经济风险与规避
10.3.2 行业政策风险与规避
10.3.3 上游市场风险与规避
10.3.4 市场竞争风险与规避
10.3.5 技术风险分析与规避
10.3.6 下游需求风险与规避
10.4 中国半导体封测行业融资渠道与策略
10.4.1 半导体封测行业融资渠道分析
10.4.2 半导体封测行业融资策略分析
第十一章 2020-2026年中国半导体封测行业盈利模式与投资战略规划分析
11.1 国外半导体封测行业投资现状及经营模式分析
11.1.1 境外半导体封测行业成长情况调查
11.1.2 经营模式借鉴
11.1.3 国外投资新趋势动向
11.2 中国半导体封测行业商业模式探讨
11.2.1 行业主要商业模式
11.2.2 自建模式
11.2.3 特许加盟模式
11.2.4 代理模式
11.3 中国半导体封测行业投资发展战略规划
11.3.1 战略优势分析
11.3.2 战略机遇分析
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11.3.3 战略规划目标
11.3.4 战略措施分析
11.4 最优投资路径设计
11.4.1 投资对象
11.4.2 投资模式
11.4.3 预期财务状况分析
11.4.4 风险资本退出方式
第十二章 研究结论及建议（ZY LII）
12.1 研究结论
12.2 投资建议
12.2.1 行业发展策略建议
12.2.2 行业投资方向建议
12.2.3 行业投资方式建议（ZY LII）

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/201911/810481.html
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